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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing an optoelectronic lighting device and an optoelectronic lighting
device. The invention provides an efficient technical concept, which can efficiently increase a decoupling of electromagnetic
radiation from a volume emitter LED chip. This is achieved in that, a frame made of an optical material is provided on side surfaces
of the volume emitter LED chip, wherein the frame has a curved section. Light that is decoupled via the side surfaces of the volume
emitter LED chip is thereby coupled into the frame, and can be decoupled again via same or reflected, for example, on a reflective
material applied to the frame.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung und eine optoelektronische
Leuchtvorrichtung. Die Erfindung stellt ein effizientes technisches Konzept bereit, welches in effizienter Weise eine Auskopplung
von elektromagnetischer Strahlung aus einem Volumenstrahler-LED-Chip erhéhen kann. Dies dadurch, indem an Seitenfldchen
des Volumenstrahler-LED-Chips ein Rahmen aus einem optischen Werkstoff vorgesehen ist, wobei der Rahmen einen
gekriimmten Abschnitt aufweist. Licht, welches durch die Seitentldchen des Volumenstrahler-LED-Chips ausgekoppelt wird, wird
somit in den Rahmen eingekoppelt werden und kann durch diesen wieder auskoppeln oder zum Beispiel an einem reflektierenden
Werkstotf, der auf dem Rahmen aufgebracht ist, reflektiert werden.
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VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER OPTOELEKTRONISCHEN
LEUCHTVORRICHTUNG UND OPTOELEKTRONISCHE LEUCHTVORRICHTUNG

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft eine optoelektronische Leuchtvorrich-
tung sowie ein Verfahren zum Herstellen einer optoelektroni-

schen Leuchtvorrichtung.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2016 100 563.0, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die Offenlegungsschrift DE 10 2010 031 237 Al beschreibt in
ihrem Absatz [0031], dass ein Saphir-Volumen-Emitter bei-
spielsweise aus der Offenlegungsschrift DE 10 2006 015 788 Al
bekannt sei. Im Absatz [0031] der Offenlegungsschrift

DE 10 2010 031 237 Al wird weiter ausgefiihrt, dass als Auf-
wachssubstrat fiir eine Halbleiterschichtenfolge Saphir ver-
wendet werden konne. Im Gegensatz zu einem Dinnfilmchip wiirde
beim Saphir-Volumen-Emitter das Aufwachssubstrat am Ende des
Herstellungsprozesses nicht von der Halbleiterschichtenfolge
abgeldst. Das (Aufwachs-) Substrat sei strahlungsdurchlassig
flir die in einer aktiven Zone der Halbleiterschichtenfolge

erzeugte Strahlung.

Im Absatz [0031] der Offenlegungsschrift

DE 10 2010 031 237 Al wird weiter ausgefiithrt, dass bei einem
Volumenstrahler im Gegensatz zu einem Oberfldchenemitter auch
Uber das Substrat ein maBgeblicher Strahlungsanteil aus dem

Halbleiterchip ausgekoppelt wirde.

Darliber hinaus wird bei einem Volumenstrahler erzeugte elekt-
romagnetische Strahlung auch iiber Seitenfldchen des Substrats

des Volumenstrahlers ausgekoppelt.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe ist darin zu se-

hen, ein effizientes Konzept zum effizienten Auskoppeln von
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elektromagnetischer Strahlung aus einem Volumenstrahler-LED-

Chip bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird mittels des jeweiligen Gegenstands der un-
abhdangigen Anspriiche geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung sind Gegenstand von jeweils abhadngigen Unteransprii-

chen.

Nach einem Aspekt wird ein Verfahren zum Herstellen einer
optoelektronischen Leuchtvorrichtung bereitgestellt, umfas-
send die folgenden Schritte:

— Bereitstellen eines oder mehrerer Volumenstrahler-LED-
Chips, die jeweils ein Substrat umfassen, das eine erste
Seite und eine der ersten Seite gegeniiberliegende zweite
Seite aufweist, wobeil auf der ersten Seite des Substrats
eine Halbleiterschichtenfolge umfassend eine aktive Zone
zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung angeordnet
ist, wobei das Substrat fir die erzeugte elektromagneti-
sche Strahlung zumindest teilweise durchlassig ist,

— Anordnen des oder der Volumenstrahler-LED-Chips auf eine
Montagefldche eines optischen Bauteils derart, dass nach
dem Anordnen die zweite Seite des jeweiligen Substrats der
Montagefliche zugewandt ist und die erste Seite des Jjewei-
ligen Substrats der Montagefliache abgewandt ist,

— Aufbringen eines aushédrtbaren, flieBfahigen, optischen
Werkstoffs auf die Montagefldche, um jeweils einen den o-
der die mehreren Volumenstrahler-LED-Chips zumindest teil-
weise umschlieBenden, eine oder mehrere jeweilige Seiten-
fladchen des oder der mehreren Volumenstrahler-LED-Chips
kontaktierenden, auseinanderflielenden Rahmen zu bilden,

— Ausharten des jeweiligen Rahmens, um jeweils einen ausge-
harteten, den oder die mehreren Volumenstrahler-LED-Chips
zumindest teilweise umschlielBenden, die eine oder die meh-
reren jeweiligen Seitenflachen kontaktierenden Rahmen zu
bilden, der aufgrund des AuseinanderflielRens einen der
Montagefldche gegeniilberliegenden gekrimmten Abschnitt auf-

weist.
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Nach einem anderen Aspekt wird eine optoelektronische Leucht-

vorrichtung bereitgestellt, umfassend:

— einen oder mehrere Volumenstrahler-LED-Chips, die jeweils
ein Substrat umfassen, das eine erste Seite und eine der
ersten Seite gegeniilberliegende zweite Seite aufweist, wo-
bei auf der ersten Seite des Substrats eine Halbleiter-
schichtenfolge umfassend eine aktive Zone zur Erzeugung
von elektromagnetischer Strahlung angeordnet ist, wobei
das Substrat flir die erzeugte elektromagnetische Strahlung
zumindest teilweise durchléassig ist,

— wobei der oder die Volumenstrahler-LED-Chips auf einer
Montagefliche eines optischen Rauteils derart angeordnet
sind, dass die zweite Seite des jeweiligen Substrats der
Montagefliche zugewandt ist und die erste Seite des Jjewei-
ligen Substrats der Montagefliache abgewandt ist,

— wobei jeweils ein den oder die mehreren Volumenstrahler-
LED-Chips zumindest teilweise umschlieBender, die eine o-
der die mehreren jeweiligen Seitenflachen kontaktierender,
ausgehdrteter Rahmen aus einem optischen Werkstoff gebil-
det ist, der einen der Montagefldche gegeniilberliegenden

gekrimmten Abschnitt aufweist.

Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass die obige Auf-
gabe dadurch geldst werden kann, dass um den oder die Volu-
menstrahler-LED-Chips ein Rahmen gebildet wird, der einen ge-
krimmten Abschnitt aufweist. Somit wird in vorteilhafter Wei-
se bewirkt, dass elektromagnetische Strahlung, die aus den
Seitenflachen ausgekoppelt wird, an diesem gekrimmten Ab-
schnitt reflektiert, insbesondere in Richtung des optischen
Bauteils reflektiert, werden kann, so dass hieriiber eine ef-
fiziente Auskopplung von elektromagnetischer Strahlung aus
dem oder den mehreren Volumenstrahler-LED-Chips bewirkt wer-

den kann.

Erfindungsgemal ist vorgesehen, dass sich der gekrimmte Ab-
schnitt basierend auf einem selbstregulierenden Prozess bil-
det. Dies dadurch, dass ein flieBfadhiger Werkstoff verwendet

wird, der aufgrund seiner FlielRfahigkeit nach dem Aufbringen



10

15

20

25

30

35

WO 2017/121815 PCT/EP2017/050591

auf die Montagefliche auseinanderflielRt. Somit bildet sich
der gekrimmte Abschnitt von selbst, ohne dass hierflir aktiv
eingegriffen werden miisste. Wenn nun der Werkstoff ausgehar-
tet wird, so wird sich der gekriimmte Abschnitt nicht mehr

verdndern und stabil werden.

Die Verwendung des Adjektivs "optisch" im Zusammenhang mit
dem optischen Bauteil und mit dem optischen Werkstoff bedeu-
tet insbesondere, dass der Werkstoff respektive das Bauteil
flir elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise, insbe-
sondere vollstandig, durchldssig ist. Insbesondere ist der
Werkstoff respektive das Bauteil fir eine elektromagnetische
Strahlung zumindest teilweise, insbesondere vollstéandig,
durchlédssig, die von der Halbleiterschichtenfolge in der ak-

tiven Zone erzeugt wird.

,Teilweise durchlassig™ im Sinne der vorliegenden Erfindung
bedeutet zum Beispiel eine Transmission fiir die elektromagne-
tische Strahlung von mindestens 70 %, insbesondere 80 %, vor-

I
zugsweise 90 %, beispielsweise 95 %, beispielsweise 99 %.

Sofern der Volumenstrahler-LED-Chip eine Konversionsschicht
aufweisen sollte, was, wie nachstehend noch ausgefiihrt wird,
bei beispielhaften Ausfiihrungsformen vorgesehen ist, so be-
deutet optisch insbesondere, dass der Werkstoff respektive
das Bauteil fir die konvertierte elektromagnetische Strahlung
zumindest teilweise, insbesondere vollstandig, durchlédssig

ist.

Eine Konversionsschicht ist insbesondere eine Schicht, welche
ausgebildet ist, eine erste Wellenldnge oder einen ersten
Wellenld&ngenbereich der mittels der aktiven Zone erzeugten
elektromagnetischen Strahlung in elektromagnetische Strahlung
aufweisend eine zweite Wellenlange respektive einen zweiten
Wellenld@ngenbereich zu konvertieren. Zum Beispiel umfasst die

Konversionsschicht einen Leuchtstoff.
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Die Formulierung "zumindest teilweise durchlassig" umfasst
insbesondere, dass eine Transmission fiir eine Wellenldnge der
erzeugten oder konvertierten elektromagnetischen Strahlung
bei mindestens 70 %, insbesondere 80 %, beispielsweise 90 3,
insbesondere 95 %, zum Beispiel 99 %, liegt. Die Formulierung
szumindest teilweise durchlassig™ umfasst insbesondere die

Formulierung ,vollstadndig durchlassig™.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass auf einer der
Montagefliache abgewandten Fladche des jeweiligen ausgehédrteten

Rahmens ein reflektierender Werkstoff aufgebracht wird.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass eine Lichtausbeute oder eine Ausbeute an elektromagneti-
scher Strahlung effizient weiter erhdht werden kann. Insbe-
sondere wird dadurch der technische Vorteil bewirkt, dass ei-
ne Auskoppeleffizienz aus dem oder den Volumenstrahler-LED-
Chips weiter effizient erhdht werden kann. Denn so bewirkt
der reflektierende Werkstoff eine effizientere Reflexion der
erzeugten elektromagnetischen Strahlung respektive der

konvertierten elektromagnetischen Strahlung.

Aufgrund des gekrimmten Abschnitts und dem darauf aufgebrach-
ten reflektierenden Werkstoff ist somit in vorteilhafter Wei-
se ein Reflektor flir die erzeugte elektromagnetische Strah-
lung respektive flr die konvertierte elektromagnetische
Strahlung gebildet. Der gekrimmte Abschnitt weist zum Bei-

spiel eine Hyperbelform auf.

Ein reflektierender Werkstoff bezeichnet somit insbesondere
einen Werkstoff, der ausgebildet ist, zumindest einen Teilbe-
reich, insbesondere den vollstadndigen Wellenlangenbereich,
der erzeugten respektive konvertierten elektromagnetischen
Strahlung zu reflektieren. Ein Reflexionsgrad flir die erzeug-
te respektive konvertierte elektromagnetische Strahlung be-
tragt zum Beispiel mindestens 70 %, insbesondere mindestens

80 %, beispielsweise mindestens 90 %, insbesondere mindestens

o\°

95 %, zum Beispiel mindestens 99
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Nach einer Ausfihrungsform ist der reflektierende Werkstoff
ein Polymer, insbesondere ein Silikon, respektive umfasst ein
reflektierender Werkstoff ein Polymer, insbesondere ein Sili-

kon.

Der reflektierende Werkstoff umfasst nach einer Ausfiihrungs-

form ein Epoxidharz oder ist aus einem Epoxidharz gebildet.

Ein reflektierender Werkstoff umfasst zum Beispiel mehrere
Streupartikel. An solchen Streupartikeln wird in vorteilhaf-
ter Weise bewirkt, dass sich die erzeugte respektive konver-

tierte elektromagnetische Strahlung streuen kann.

Streupartikel sind zum Beispiel TiO;-Partikel.

Zum Beispiel ist der reflektierende Werkstoff eine Mold-Masse
oder eine Vergussmasse, in welcher Streupartikel eingebettet

sind.

Zum Beispiel ist der reflektierende Werkstoff ausgebildet,
einen weiBen Farbeindruck zu erzeugen. Ein solch reflektie-
render Werkstoff kann insbesondere als ein weill reflektieren-

der Werkstoff bezeichnet werden.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass mehrere Volu-
menstrahler-LED-Chips vorgesehen werden und dass das optische
Bauteil mehrere der Montagefladche gegeniiberliegende Linsen
umfasst, wobeil nach dem Ausharten des jeweiligen Rahmens die
Volumenstrahler-LED-Chips vereinzelt werden, so dass jeder
Volumenstrahler-LED-Chip mit einer oder mehreren eigenen Lin-

sen versehen ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass eine effiziente optische Abbildung der erzeugten respek-
tive konvertierten elektromagnetischen Strahlung tber die

Linsen bewirkt werden kann.
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Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass mehrere Volu-
menstrahler-LED-Chips vorgesehen werden, wobei das optische
Bauteil mehrere der Montagefladche gegeniiberliegende Linsen
umfasst. Gemal dieser Ausfiithrungsform ist vorgesehen, dass
die Volumenstrahler-LED-Chips nicht vereinzelt werden. Somit
ist ein Multichipbauteil bereitgestellt, wobei jedem Volumen-
strahler-LED-Chip eine oder mehrere eigene Linsen zugeordnet

sind.

Nach einer Ausfiihrungsform ist das optische Bauteil quader-

formig ausgebildet.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass eine effiziente Lichtauskopplung oder Auskopplung von
elektromagnetischer Strahlung aus dem oder den Volumenstrah-
ler-LED-Chips bewirkt werden kann. Das quaderfdrmig ausgebil-
dete optische Bauteil ist zum BReispiel als ein Plattchen ge-
bildet.

Nach einer Ausfihrungsform ist das optische Bauteil aus Glas
gebildet.

Das optische Bauteil ist nach einer Ausfihrungsform aus Sili-
kon gebildet.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass mehrere Volu-
menstrahler-LED-Chips vorgesehen werden, wobei das optische
Bauteil quaderfdrmig ausgebildet ist, wobei nach dem Aushar-
ten des jeweiligen Rahmens die Volumenstrahler-LED-Chips ver-
einzelt werden, so dass jeder Volumenstrahler-LED-Chip mit
einem eigenen quaderfdrmig ausgebildeten optischen Bauteil

versehen ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der oder die
mehreren Volumenstrahler-LED-Chips jeweils eine Konversions-
schicht aufweisen, die auf der zweiten Seite des jeweiligen

Substrats angeordnet ist und die die jeweilige(n) Seitenfla-
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che (n) des oder der mehreren Volumenstrahler-LED-Chips bil-

den.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass eine effiziente Konversion von elektromagnetischer
Strahlung mittels der Konversionsschicht bewirkt werden kann.
Entsprechend der konkret verwendeten Konversionsschicht ist
es somit in vorteilhafter Weise ermdglicht, gewiinschte

konvertierte Wellenldngen zu erzeugen.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der optische
Werkstoff ein Polymer, insbesondere ein Silikon, ist respek-

tive ein Polymer, insbesondere ein Silikon, umfasst.

Durch das Vorsehen eines Polymers, insbesondere eines Sili-
kons, wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt, dass
ein effizientes Aufbringen und effizientes Ausharten ermdg-
licht werden. Insbesondere sind Polymere respektive Silikone

einfach technisch handhabbar und in der Regel kostengiinstig.

Gemal einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass das Jjeweili-
ge Substrat ein Saphir-Substrat ist, so dass der oder die
mehreren Volumenstrahler-LED-Chips als Saphir-Volumenstrah-

ler-LED-Chips ausgebildet sind.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass die Volumenstrahler-LED-Chips effizient hergestellt wer-

den konnen.

In einer Ausfihrungsform ist das Substrat ein Aufwachssub-
strat flir die Halbleiterschichtenfolge. Das heiBt, dass die
Halbleiterschichtenfolge zum Beispiel auf dem Substrat aufge-

wachsen ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die opto-
elektronische Leuchtvorrichtung mittels des Verfahrens zum
Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung herge-

stellt ist respektive wird.
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Technische Funktionalitdten der optoelektronischen Leuchtvor-
richtung ergeben sich analog aus entsprechenden technischen
Funktionalitdten des Verfahrens zum Herstellen einer opto-
elektronischen Leuchtvorrichtung. Das heiBt also insbesonde-
re, dass sich Vorrichtungsmerkmale aus entsprechenden Verfah-

rensmerkmalen und umgekehrt ergeben.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass auf einer der
Montagefliache abgewandten Fladche des jeweiligen ausgehédrteten

Rahmens ein reflektierender Werkstoff aufgebracht ist.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass das optische
Bauteil mehrere der Montagefladche gegeniiberliegende Linsen
umfasst, so dass fiir ein Vereinzeln jeder Volumenstrahler-
LED-Chip mit einer oder mehreren eigenen Linsen versehen wer-

den kann.

In einer Ausfihrungsform ist die Linse respektive sind die
Linsen aus Glas gebildet. Zum BReispiel ist die Linse als eine
Glasscheibe gebildet, die an einer Seite flach und an einer
der einen Seite gegeniiberliegenden anderen Seite gewdlbt ist,

die Glasscheibe weist also eine Linsenw&lbung auf.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der oder die
mehreren Volumenstrahler-LED-Chips jeweils eine Konversions-
schicht aufweisen, die ausschlieBlich auf der zweiten Seite
des jeweiligen Substrats angeordnet ist, so dass die jeweili-
ge (n) Seitenfldche(n) des oder der mehreren Volumenstrahler-

LED-Chips frei von der Konversionsschicht sind.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der optische
Werkstoff einen Leuchtstoff umfasst. Somit umfasst der ausge-

hidrtete Rahmen diesen Leuchtstoff.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass die Konversi-

onsschicht einen Leuchtstoff umfasst.
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In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Leuchtstoff
des optischen Werkstoffs verschieden vom Leuchtstoff der Kon-
versionsschicht ist. Dadurch wird insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass die Konversionsschicht und der ausge-

hartete Rahmen unterschiedliche Konversionseigenschaften auf-

weisen konnen.

Sofern die Seitenflanken der Halbleiterschichtenfolge mit ei-
nem Leuchtstoff versehen sind, zum Beispiel der Leuchtstoff
der Konversionsschicht oder des ausgehdrteten Rahmens, wird
insbesondere der technische Vorteil bewirkt, dass durch diese
raumliche Nahe des Leuchtstoffs zur Halbleiterschichtenfolge
eine effiziente Abfihrung von thermischer Energie bewirkt
ist, die im Betrieb des Volumenstrahler-LED-Chips erzeugt

wird.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der optische
Werkstoff und der Werkstoff, aus welchem die Konversions-
schicht gebildet ist, unterschiedliche Werkstoffe sind. Das
heilt also insbesondere, dass die Werkstoffe, in denen der
jeweilige Leuchtstoff eingebettet ist, unterschiedlich sein

kébnnen. Insbesondere handelt sich um die gleichen Werkstoffe.

In einer Ausfihrungsform entspricht der Leuchtstoff der Kon-
versionsschicht dem Leuchtstoff des optischen Werkstoffs. Das
heilt also insbesondere, dass die Konversionsschicht den

gleichen Leuchtstoff umfasst wie der optische Werkstoff.

Das heiBt also insbesondere, dass die jeweiligen Leuchtstoffe

selbst unterschiedlich oder identisch sein konnen.

In einer Ausfihrungsform ist der optische Werkstoff ein Kon-
versions-Matrix-Material. In einer Ausfiihrungsform umfasst
die Konversionsschicht ein Konversions-Matrix-Material. In
einer Ausfihrungsform ist das Konversions-Matrix-Material der
Konversionsschicht verschieden von dem Konversions-Matrix-

Material, der als optischer Werkstoff verwendet ist respekti-



10

15

20

25

30

35

WO 2017/121815 PCT/EP2017/050591
11

ve wird. Dadurch kodonnen in vorteilhafter Weise effizient ge-

winschte Konversionseigenschaften erzielt werden.

In das entsprechende Konversions-Matrix-Material ist nach ei-
ner Ausfithrungsform der jeweilige Leuchtstoff eingebettet.
Der optische Werkstoff ist somit nach einer Ausfihrungsform
ein Konversions-Matrix-Material mit eingebettetem Leucht-
stoff. Die Konversionsschicht ist somit nach einer Ausfih-
rungsform aus einem Konversions-Matrix-Material mit eingebet-

tetem Leuchtstoff gebildet.

Die Formulierung "respektive" umfasst insbesondere die Formu-

lierung "und/oder".

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-

tert werden, wobei

Fig. 1 eine erste optoelektronische Leuchtvorrich-
tung,

Fig. 2 eine zweite optoelektronische Leuchtvorrich-
tung,

Fig. 3 eine dritte optoelektronische Leuchtvorrich-
tung,

Fig. 4 bis 7 jeweils einen aufeinanderfolgenden Zeitpunkt
in einem Verfahren zum Herstellen einer opto-

elektronischen Leuchtvorrichtung,

Fig. 8 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Her-
stellen einer optoelektronischen Leuchtvor-

richtung,
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Fig. 9 einen Zeitpunkt in einem Verfahren zum Her-
stellen einer optoelektronischen Leuchtvor-

richtung und

Fig. 10 eine vierte optoelektronische Leuchtvorrich-

tung

zeigen.

Im Folgenden konnen fir gleiche Merkmale gleiche BRezugszei-
chen verwendet werden. Des Weiteren ist der Ubersicht halber
vorgesehen, dass nicht in samtlichen Zeichnungen fiir samtli-

che Elemente stets alle Bezugszeichen eingezeichnet sind.

Fig. 1 zeigt eine erste optoelektronische Leuchtvorrich-

tung 101 in einer seitlichen Schnittansicht.

Die optoelektronische Leuchtvorrichtung 101 umfasst einen Vo-
lumenstrahler-LED-Chip 102. Der Volumenstrahler-LED-Chip 102
weist ein Substrat 103 auf. Das Substrat 103 weist eine erste
Seite 105 auf. Das Substrat 103 weist eine zweite Seite 107
auf, die der ersten Seite 105 gegeniiber liegt. Das Sub-

strat 103 ist zum Beispiel ein Saphirsubstrat. Der Volumen-
strahler-LED-Chip 102 ist zum Beispiel ein Saphir-
Volumenstrahler-LED-Chips

Auf der ersten Seite 105 des Substrats 103 ist eine Halb-
leiterschichtenfolge 109 angeordnet, die eine nicht gezeigte
aktive Zone zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung

umfasst.

Auf der Halbleiterschichtenfolge 109 ist eine Spiegel-
schicht 111 angeordnet, die die erzeugte elektromagnetische
Strahlung, die in Richtung der Spiegelschicht 111 strahlt,
zurickreflektiert in Richtung des Substrats 103. Die nicht
gezeigte aktive Zone befindet sich also zwischen der Spiegel-
schicht 111 und dem Substrat 103.
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Auf der Spiegelschicht 111 sind zwei voneinander beabstandete
und elektrisch isolierte Lotpads 113 angeordnet. Uber die
beiden Lotpads 113 ist eine elektrische Kontaktierung der
Halbleiterschichtenfolge 109 bewirkt. Die Spiegelschicht 111
ist ausgebildet, diese elektrische Kontaktierung liber die
beiden Lotpads 113 zu ermdglichen. Das heiBt, dass eine
elektrische Kontaktierung der Halbleiterschichtenfolge 109
durch die Spiegelschicht 111 ermdglicht ist.

Der Volumenstrahler-LED-Chip 102 umfasst eine Konversions-
schicht 117. Die Konversionsschicht 117 ist auf gegeniiberlie-
genden seitlichen Flanken 115 der Halbleiterschichtenfol-

ge 109, der Spiegelschicht 111 und des Substrats 103 angeord-
net. Das heiBt, dass die Konversionsschicht 117 bis zur Un-
terkante der Spiegelschicht 111 verlauft. Die Konversions-
schicht 117 ist ferner auf der zweiten Seite 107 des Sub-

strats 103 angeordnet.

Die Konversionsschicht 117 bildet somit gegeniiberliegende
Seitenflachen 119 des Volumenstrahler-LED-Chips 102.

Die optoelektronische Leuchtvorrichtung 101 umfasst ferner
ein optisches Bauteil 131. Das optische BRauteil 131 umfasst
eine Montagefldche 133. Das optische Bauteil 131 umfasst fer-
ner eine Linse 135, die der Montagefldche 133 gegeniliber

liegt.

Der Volumenstrahler-LED-Chip 102 weist somit eine Obersei-
te 121 auf, die durch eine der zweiten Seite 107 des Sub-
strats 103 abgewandte Flache der Konversionsschicht 117 ge-
bildet ist.

Der Volumenstrahler-LED-Chip 102 weist ferner eine Untersei-
te 123 auf, die der Oberseite 121 gegeniiber liegt und die zu-
mindest teilweise durch Flachen der Lotpads 113 sowie der
Konversionsschicht 117 gebildet sind, die der Oberseite 121

abgewandt sind.
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Der Volumenstrahler-LED-Chip 102 ist mit seiner Oberseite 121
auf der Montagefldche 133 des optischen Bauteils 131 angeord-
net. Zum Beispiel ist der Volumenstrahler-LED-Chip 102 auf
der Montageflache 133 geklebt.

Aufgrund dieser Anordnung ist somit die zweite Seite 107 der

Montageflache 133 zugewandt.

Die optoelektronische Leuchtvorrichtung 101 umfasst ferner
einen Rahmen 125, der aus einem ausgehdrteten optischen Werk-
stoff gebildet ist, der vor dem Aushédrten flieRfdhig war.
Dieser Rahmen 125 kontaktiert die Seitenfldchen 119 des Volu-
menstrahler-LED-Chips 102. Ferner umschlielt der Rahmen 125
den Volumenstrahler-LED-Chip 102. Der Rahmen 125 ist ferner
auf der Montageflache 133 aufgebracht.

Der ausgehartete Rahmen 125 weist einen gekrimmten Ab-
schnitt 127 auf. Der gekrimmte Abschnitt 127 liegt der Monta-
gefldache 133 gegeniber.

Auf einer Flache 128 des gekrimmten Abschnitts 127 und allge-
mein des Rahmens 125, die der Montagefldche 133 abgewandt
ist, ist ein reflektierender Werkstoff 129 aufgebracht. Der
reflektierende Werkstoff 129 ist zum Beispiel ein weiBes Si-

likon oder Epoxidharz, allgemein eine weile Moldmasse.

Der reflektierende Werkstoff 129 wird zum Beispiel mittels
eines Moldprozesses oder Moldverfahrens oder eines Verguss-
prozesses aufgebracht. Der reflektierende Werkstoff 129 wird
derart aufgebracht, dass dieser biindig mit der Unterseite 123
des Volumenstrahler-LED-Chips 102 verlauft. Somit ist eine

planare Unterseite gebildet.

Es sind zwei Pfeile mit dem BRezugszeichen 137 in Fig. 1 ein-
gezeichnet, die symbolisch einen Lichtverlauf von konvertier-
ter elektromagnetischer Strahlung zeigen. Dieser Licht- oder
Strahlverlauf 137 zeigt, dass die konvertierte elektromagne-

tische Strahlung von der Konversionsschicht 117 in den opti-
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schen Werkstoff, also in den Rahmen 125, eingekoppelt wird.
Abhdngig von der Einkopplung und der urspringlichen Strahl-
richtung tritt das konvertierte Licht 137 in die Linse 135
ein und von dort wieder aus der Linse 135 hinaus. Der Uber-
sicht halber ist eine Brechung des konvertierten Lichts 137

aufgrund der Linse 135 nicht gezeigt.

Je nach urspriinglich eingekoppelter Strahlrichtung des
konvertierten Lichts kann es auch sein, dass dieses Licht o-
der allgemein diese elektromagnetische Strahlung vom reflek-
tierenden Werkstoff 129 reflektiert wird.

Somit wird in vorteilhafter Weise eine effiziente Auskopplung
der mittels des Volumenstrahler-LED-Chips 102 erzeugten
elektromagnetischen Strahlung bewirkt. Dies insbesondere im
Vergleich zu dem Fall, in welchem auf den optischen Werk-
stoff, also auf den Rahmen 125 mit seinem gekriimmten Ab-
schnitt 127, verzichtet wirde, wobeil dann anstelle des Rah-
mens 125 nur reflektierender Werkstoff 129, also zum BReispiel
weiBe Moldmasse, vorgesehen ware. Denn in diesem Fall wiirde
das Licht oder allgemein die elektromagnetische Strahlung,
die lUber die Seitenfldchen 119 aus dem Volumenstrahler-LED-
Chip 102 ausgekoppelt wird, direkt aufgrund des reflektieren-
den Werkstoffs 129 zurick in den Volumenstrahler-LED-Chip 102
reflektiert werden, wodurch sich eine Auskoppeleffizienz ver-

ringern wirde.

Fig. 2 zeigt eine zweite optoelektronische Leuchtvorrich-

tung 201 in einer seitlichen Schnittansicht.

Die optoelektronische Leuchtvorrichtung 201 ist im Wesentli-
chen analog zur ersten optoelektronischen Leuchtvorrich-

tung 101 der Fig. 1 gebildet. Als ein Unterschied ist anstel-
le des optischen Rauteils 131 ein anderes optisches Rauteil
203 vorgesehen, welches quaderfdrmig ausgebildet ist. Das op-
tische Bauteil 203 ist zum Beispiel ein transparentes Platt-

chen aus Glas.
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Fig. 3 zeigt eine dritte optoelektronische Leuchtvorrich-

tung 301 in einer seitlichen Schnittansicht.

Die optoelektronische Leuchtvorrichtung 301 ist im Wesentli-
chen analog zur zweiten optoelektronischen Leuchtvorrich-
tung 201 der Fig. 2 ausgebildet. Als ein Unterschied sind
mehrere Volumenstrahler-LED-Chips 102 vorgesehen, die alle
ein gemeinsames optisches Bauteil 203 umfassen, wobei das op-
tische Bauteil 203 guaderfdrmig ausgebildet ist. So ist zum
Beispiel ein so genanntes Multichip-Package bereitgestellt

oder gebildet.

Fig. 4 bis 7 zeigen Jjeweils einen nacheinander folgenden
Zeitpunkt in einem Verfahren zum Herstellen einer optoelekt-
ronischen Leuchtvorrichtung, hier insbesondere zum Herstellen
von mehreren optoelektronischen Leuchtvorrichtungen 101 gemal

Fig. 1, in einer seitlichen Schnittansicht.

In einem in Fig. 4 gezeigten ersten Schritt ist vorgesehen,
dass mehrere Volumenstrahler-LED-Chips 102 mit ihrer Obersei-
te 121 auf eine Montageflache 133 eines optischen Bauteils
131 angeordnet werden. Das optische Bauteil 131 weist mehrere
Linsen 135 auf, die der Montageflidche 133 gegeniilber liegen.
Es ist vorgesehen dass jedem Volumenstrahler-LED-Chip 102 ei-

ne eigene Linse 135 zugeordnet wird.

Insbesondere werden die Volumenstrahler-LED-Chips 102 derart
auf die Montageflidche 133 angeordnet, dass eine hier nicht
gezeigte optische Achse der jeweiligen Linse 135 durch eine
hier nicht gezeigte Symmetrieachse der Volumenstrahler-LED-
Chips 102 verlauft.

Zum Beispiel ist vorgesehen, dass die Volumenstrahler-LED-
Chips 102 auf die Montageflache 133 geklebt werden.

Das optische Bauteil 131 ist zum Beispiel ein gemoldetes Bau-
teil. Zum Beispiel ist das optische Bauteil 131 ein spritzge-

gossenes Bauteil. Sofern ein optisches Bauteil mehrere Linsen
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umfasst, kann dieses auch als ein Linsenarray oder eine An-

ordnung aus Linsen bezeichnet werden.

Fig. 5 zeigt einen zweiten Schritt in dem Verfahren zum Her-
stellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung, der dem
ersten Schritt zeitlich nachfolgt. GemalR diesem zweiten
Schritt ist vorgesehen, dass ein aushartbarer flieBfahiger,
optischer Werkstoff 501 auf die Montagefldche 133 aufgebracht
wird, um jeweils einen die mehreren Volumenstrahler-LED-Chips
102 umschlieRenden Rahmen zu bilden. Dieser Rahmen kontak-
tiert die Seitenflachen 119 der jeweiligen Volumenstrahler-
LED-Chips 102 und flieRt aufgrund seiner FlieBfahigkeit aus-
einander. Es ist vorgesehen, den aushartbaren und aufgebrach-
ten Werkstoff 501 auszuhdrten, so dass sich ein Rahmen 125
umfassend einen gekrimmten Abschnitt 127 analog zu Fig. 1
bildet.

Der optische Werkstoff 501 ist zum Beispiel ein Klarsilikon.

Fig. 6 zeigt einen dritten Zeitpunkt in einem Verfahren zum
Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung, wobei
der dritte Zeitpunkt dem zweiten Zeitpunkt nachfolgt. Gemal
diesem dritten Schritt ist vorgesehen, dass der reflektieren-
de Werkstoff 129 auf die Flache 128 aufgebracht wird. Zum
Beispiel ist vorgesehen, dass der reflektierende Werkstoff
129 im Rahmen eines Moldprozesses oder eines Moldverfahrens
oder eines Vergussprozesses aufgebracht wird. Hierbei ist
vorgesehen, dass der reflektierende Werkstoff 129 derart auf-

gebracht wird, dass eine blindige Unterseite entsteht.

Fig. 7 zeigt einen vierten Zeitpunkt in einem Verfahren zum
Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung, wobei
der vierte Zeitpunkt dem dritten Zeitpunkt zeitlich nach-

folgt. GemaR diesem vierten Schritt ist vorgesehen, dass die
mehreren Volumenstrahler-LED-Chips 102 vereinzelt werden, so
dass mehrere optoelektronische Leuchtvorrichtungen 101 gemal

Fig. 1 hergestellt werden.
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Das Vereinzeln umfasst zum Beispiel ein Sdgen und/oder ein

Stempeln und/oder ein Laserséagen.

Fig. 8 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstel-

len einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung.

Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

— Bereitstellen 801 eines oder mehrerer Volumenstrahler-LED-
Chips, die jeweils ein Substrat umfassen, das eine erste
Seite und eine der ersten Seite gegeniiberliegende zweite
Seite aufweist, wobei auf der ersten Seite des Substrats
eine Halbleiterschichtenfolge umfassend eine aktive Zone
zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung angeordnet
ist, wobei das Substrat fir die erzeugte elektromagneti-
sche Strahlung zumindest teilweise durchlassig ist,

— Anordnen 803 des oder der Volumenstrahler-LED-Chips auf
eine Montagefldche eines optischen Bauteils derart, dass
nach dem Anordnen 803 die zweite Seite des jeweiligen Sub-
strats der Montageflache zugewandt ist und die erste Seite
des jeweiligen Substrats der Montageflache abgewandt ist,

— Aufbringen 805 eines aushartbaren, flieBfdhigen, optischen
Werkstoffs auf die Montagefldche, um jeweils einen den o-
der die mehreren Volumenstrahler-LED-Chips zumindest teil-
weise umschlieBenden, insbesondere vollstiandig umschlie-
Benden, eine oder mehrere jeweilige Seitenflidchen des oder
der mehreren Volumenstrahler-LED-Chips kontaktierenden,
auseinanderflieBenden Rahmen zu bilden,

— Aushédrten 807 des jeweiligen Rahmens, um jeweils einen
ausgehdrteten, den oder die mehreren Volumenstrahler-LED-
Chips zumindest teilweise umschlieBenden, die eine oder
die mehreren jeweiligen Seitenflachen kontaktierenden Rah-
men zu bilden, der aufgrund des Auseinanderfliellens einen
der Montageflache gegeniiberliegenden gekrimmten Abschnitt

aufweist.

Da der gekrimmte Abschnitt einem Trichter ahnlich sieht res-
pektive eine Trichterform aufweisen kann, kann der gekrimmte

Abschnitt auch als ein Trichterabschnitt bezeichnet werden.
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Es ist also zum Beispiel vorgesehen, dass der gekriimmte Ab-

schnitt eine Trichterform aufweist.

Fig. 9 zeigt einen Zeitpunkt in einem Verfahren zum Herstel-

len einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung.

Es wird ein Volumenstrahler-LED-Chip 901 bereitgestellt. Der
Volumenstrahler-LED-Chip 901 ist im Wesentlichen analog zum
Volumenstrahler-LED-Chip 102 ausgebildet.

Als ein Unterschied ist beim Volumenstrahler-LED-Chip 901 die
Konversionsschicht 117 nicht auf den seitlichen Flanken 115
der Halbleiterschichtenfolge 109, der Spiegelschicht 111 und
des Substrats 103 angeordnet. Die Konversionsschicht 117 des
Volumenstrahler-LED-Chips 901 ist ausschlieBlich auf der

zweiten Seite 107 des Substrats 103 angeordnet.

Die seitlichen Flanken 115, die frei von der Konversions-
schicht 117 sind, bilden gegeniiberliegende Seitenflachen 119
des Volumenstrahler-LED-Chips 901.

Fig. 10 zeigt eine optoelektronische Leuchtvorrichtung 1001.

Die optoelektronische Leuchtvorrichtung 1001 wurde im Wesent-
lichen analog zur optoelektronischen Leuchtvorrichtung 201
der Fig. 2 gemdB einer Ausfihrungsform des erfindungsgemilien

Verfahrens hergestellt.

Als ein Unterschied wurde nicht der Volumenstrahler-LED-Chip
102 verwendet, sondern der Volumenstrahler-LED-Chip 901 gemal
Fig. 9.

Ferner umfasst der optische Werkstoff, der zum Bilden des
ausgehdrteten Rahmens 125 verwendet wurde, einen Leuchtstoff.
Somit umfasst der ausgehdrtete Rahmen 125 diesen Leuchtstoff
und weist somit in vorteilhafter Weise eine Konversionsfunk-
tion auf. Das heilt, dass elektromagnetische Strahlung, die

von den Seitenfldchen 119 emittiert wird, mittels des Leucht-
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stoffs des ausgehdrteten Rahmens 125 in ihrer Wellenlédnge

konvertiert wird.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Leuchtstoff
des ausgehdrteten Rahmens 125 verschieden von einem Leucht-
stoff ist, der von der Konversionsschicht 117 umfasst ist.
Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass die Konversionsschicht 117 und der ausgehdartete Rahmen
125 unterschiedliche Konversionseigenschaften aufweisen kén-

nen.

Zusammenfassend stellt die Erfindung ein effizientes techni-
sches Konzept bereit, welches in effizienter Weise eine Aus-
kopplung von elektromagnetischer Strahlung aus einem Volumen-
strahler-LED-Chip erhdéhen kann. Dies dadurch, indem an Sei-
tenflachen des Volumenstrahler-LED-Chips ein Rahmen aus einem
optischen Werkstoff vorgesehen ist, wobei der Rahmen einen
gekrimmten Abschnitt aufweist. Licht, welches durch die Sei-
tenflachen des Volumenstrahler-LED-Chips ausgekoppelt wird,
wird somit in den Rahmen eingekoppelt werden und kann durch
diesen wieder auskoppeln oder zum Beispiel an einem reflek-
tierenden Werkstoff, der auf dem Rahmen aufgebracht ist, re-

flektiert werden.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausfih-
rungsbeispiele ndher illustriert und beschrieben wurde, so
ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele ein-
geschrankt und andere Variationen koénnen vom Fachmann hieraus
abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen.
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BEZUGSZEICHENLISTE
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PATENTANSPRUCHE

1. Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen Leucht-
vorrichtung (101, 201, 301), umfassend die folgenden
Schritte:

— Bereitstellen (801) eines oder mehrerer Volumenstrah-
ler-LED-Chips (102), die jeweils ein Substrat (103)
umfassen, das eine erste Seite (105) und eine der ers-
ten Seite (105) gegenliberliegende zweite Seite (107)
aufweist, wobei auf der ersten Seite (105) des Sub-
strats (103) eine Halbleiterschichtenfolge (109) um-
fassend eine aktive Zone zur Erzeugung von elektromag-
netischer Strahlung angeordnet ist, wobei das Sub-
strat (103) fir die erzeugte elektromagnetische Strah-
lung zumindest teilweise durchlassig ist,

— Anordnen (803) des oder der Volumenstrahler-LED-

Chips (102) auf eine Montageflache (133) eines opti-
schen Bauteils (131, 203) derart, dass nach dem Anord-
nen (803) die zweite Seite (107) des jeweiligen Sub-
strats (103) der Montageflache (133) zugewandt ist und
die erste Seite (105) des jeweiligen Substrats (103)
der Montageflache (133) abgewandt ist,

— Aufbringen (805) eines aushédrtbaren, flieBfahigen, op-
tischen Werkstoffs (501) auf die Montageflache (133),
um jeweils einen den oder die mehreren Volumenstrah-
ler-LED-Chips (102) zumindest teilweise umschlieBen-
den, eine oder mehrere jeweilige Seitenflachen (119)
des oder der mehreren Volumenstrahler-LED-Chips (102)
kontaktierenden, auseinanderflielenden Rahmen (125) =zu
bilden,

— Aushédrten (807) des jeweiligen Rahmens (125), um Jje-
weils einen ausgehdrteten, den oder die mehreren Volu-
menstrahler-LED-Chips (102) zumindest teilweise um-
schlieRBenden, die eine oder die mehreren jeweiligen
Seitenflachen (119) kontaktierenden Rahmen (125) zu
bilden, der aufgrund des AuseinanderflielRens einen der
Montagefliache (133) gegeniilberliegenden gekriimmten Ab-
schnitt (127) aufweist.
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Verfahren nach Anspruch 1, wobei auf einer der Montage-
flache (133) abgewandten Fladche (128) des jeweiligen aus-
gehdrteten Rahmens (125) ein reflektierender Werk-

stoff (129) aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei mehrere Volumen-
strahler-LED-Chips (102) vorgesehen werden und wobei das
optische BRauteil (131, 203) mehrere der Montagefla-

che (133) gegeniberliegende Linsen (135) umfasst, wobei
nach dem Aushdrten des jeweiligen Rahmens (125) die Volu-
menstrahler-LED-Chips (102) vereinzelt werden, so dass
jeder Volumenstrahler-LED-Chip (102) mit einer oder meh-

reren eigenen Linsen (135) versehen ist.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei das

optische BRauteil (131, 203) quaderfdérmig ausgebildet ist.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei der
oder die mehreren Volumenstrahler-LED-Chips (102) Jjeweils
eine Konversionsschicht (117) aufweisen, die auf der
zweiten Seite (107) des jeweiligen Substrats (103) ange-
ordnet ist und die die jeweilige(n) Seitenfldche(n) (119)
des oder der mehreren Volumenstrahler-LED-Chips (102)
bilden.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei der
oder die mehreren Volumenstrahler-LED-Chips (102) Jjeweils
eine Konversionsschicht (117) aufweisen, die ausschliel-
lich auf der zweiten Seite (107) des jeweiligen Substrats
(103) angeordnet ist, so dass die jeweilige(n) Seitenfla-
che(n) (119) des oder der mehreren Volumenstrahler-LED-

Chips (102) frei von der Konversionsschicht (117) sind.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei der
optische Werkstoff (501) ein Polymer, insbesondere ein
Silikon, ist respektive ein Polymer, insbesondere ein Si-

likon, umfasst.
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Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei das

jeweilige Substrat (103) ein Saphir-Substrat ist, so dass

der oder die mehreren Volumenstrahler-LED-Chips (102) als

Saphir-Volumenstrahler-LED-Chips (102) ausgebildet sind.

Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei der

optische Werkstoff (501) einen Leuchtstoff umfasst.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 201, 301), um-

fassend:

einen oder mehrere Volumenstrahler-LED-Chips (102),
die jeweils ein Substrat (103) umfassen, das eine ers-
te Seite (105) und eine der ersten Seite (105) gegen-
iberliegende zweite Seite (107) aufweist, wobei auf
der ersten Seite (105) des Substrats (103) eine Halb-
leiterschichtenfolge (109) umfassend eine aktive Zone
zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung ange-
ordnet ist, wobei das Substrat (103) fir die erzeugte
elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise
durchléassig ist,

wobei der oder die Volumenstrahler-LED-Chips (102) auf
einer Montagefldche (133) eines optischen Bau-

teils (131, 203) derart angeordnet sind, dass die
zweite Seite (107) des jeweiligen Substrats (103) der
Montageflache (133) zugewandt ist und die erste Sei-
te (105) des jeweiligen Substrats (103) der Montage-
flache (133) abgewandt ist,

wobei jeweils ein den oder die mehreren Volumenstrah-
ler-LED-Chips (102) zumindest teilweise umschlieBen-
der, die eine oder die mehreren jeweiligen Seitenfla-
chen (119) kontaktierender, ausgeharteter Rahmen (125)
aus einem optischen Werkstoff (501) gebildet ist, der
einen der Montagefliache (133) gegeniiberliegenden ge-
krimmten Abschnitt (127) aufweist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 201, 301) nach

Anspruch 10, wobei auf einer der Montagefldche (133) ab-
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gewandten Flache (128) des jeweiligen ausgehdrteten Rah-
mens (125) ein reflektierender Werkstoff (129) aufge-
bracht ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 201, 301) nach
Anspruch 10 oder 11, wobei das optische Bauteil (131,
203) mehrere der Montageflache (133) gegeniilberliegende
Linsen (135) umfasst, so dass flir ein Vereinzeln jeder
Volumenstrahler-LED-Chip (102) mit einer oder mehreren

eigenen Linsen (135) versehen werden kann.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 201, 301) nach
einem der Anspriiche 10 bis 12, wobei das optische Bau-

teil (131, 203) guaderfdérmig ausgebildet ist.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 201, 301) nach
einem der Anspriiche 10 bis 13, wobei der oder die mehre-
ren Volumenstrahler-LED-Chips (102) jeweils eine Konver-
sionsschicht (117) aufweisen, die auf der zweiten Seite

(107) des jeweiligen Substrats (103) angeordnet ist und

die die jeweilige(n) Seitenfldche(n) (119) des oder der

mehreren Volumenstrahler-LED-Chips (102) bilden.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 201, 301) nach
einem der Anspriiche 10 bis 14, wobei der oder die mehre-
ren Volumenstrahler-LED-Chips (102) jeweils eine Konver-
sionsschicht (117) aufweisen, die ausschlieBlich auf der
zweiten Seite (107) des jeweiligen Substrats (103) ange-
ordnet ist, so dass die jeweilige (n) Seitenfliche (n)
(119) des oder der mehreren Volumenstrahler-LED-Chips

(102) frei wvon der Konversionsschicht (117) sind.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 201, 301) nach
einem der Anspriiche 10 bis 15, wobei der optische Werk-
stoff (501) ein Polymer, insbesondere ein Silikon, ist
respektive ein Polymer, insbesondere ein Silikon, um-

fasst.
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Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 201, 301) nach
einem der Anspriiche 10 bis 16, wobei das jeweilige Sub-
strat (103) ein Saphir-Substrat ist, so dass der oder die
mehreren Volumenstrahler-LED-Chips (102) als Saphir-
Volumenstrahler-LED-Chips (102) ausgebildet sind.

Optoelektronische Leuchtvorrichtung (101, 201, 301) nach
einem der Anspriiche 10 bis 17, wobei der optische Werk-
stoff (501) einen Leuchtstoff umfasst.
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